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1. 序論 

フラーレンは n 型材料として有機太陽電池

や薄膜トランジスタなどへの応用が期待され

ているが，物理的に安定で，水や有機溶媒に溶

けにくい性質を持っているため，単体での利用

が難しく PCBM などの誘導体を合成して利用

されてきた．一方でクロロベンゼンやトルエン

などの一部の有機溶媒には少量溶解すること

が報告されており，溶液プロセスについても検

討がなされている． 

我々は大気圧下で成膜が可能なミストデポ

ジション法によりフラーレンの薄膜形成を検

討してきた．ミストデポジション法は超音波に

より空中を浮遊できるほどの微小な液滴を用

いて、成膜を行うため，大面積に対して均一な

薄膜形成が可能である．これまで，トルエンな

どのベンゼン系の溶媒を用いて薄膜形成を検

討したところ，薄膜の表面には直径 10～20［μ

m］程度の液滴跡が形成されることが明らかと

なっており，スピンコート法や真空蒸着法で作

製した膜に比べ，均一な薄膜が得られないこと

が分かっている．本研究では，膜質の改善を検

討するため，2種類の混合溶媒を用いて薄膜作

製を検討した．  

2. 実験方法 

本研究では特に膜質を改善するため，粘度お

よび沸点の異なる 2種類の有機溶媒 A，Bを用

いて混合溶媒を作製し使用した。なお成膜に際

し，有機溶媒Aおよび有機溶媒Bの比率を 1:1，

3:1，4:1，7:3 として溶液を調製し，成膜温度

は 120℃から 210℃まで 30℃毎に変化させた．

また，キャリアガス (N2) ，希釈ガスの流量お

よびスキャン回数は何れの温度に置いても一

定とした．基板には 20×15[mm]に切り出した

ガラス基板を使用した．得られた薄膜に対して

吸収スペクトル，FT-IR および AFM による観

察を行った． 

3. 結果 

図 1 に溶液の成膜後の吸収スペクトルを示

す．有機溶媒の比率が 1:1のものではフラーレ

ンの吸収スペクトルは観察されなかった．また

フラーレンのピークは 280,328 nm 付近に現れ

ることから(1)，溶媒比率が 3:1，4:1，7:3 の場

合，基板上にフラーレンが成膜されていること

が確認された．AFMによる表面観察の結果 Rq

値は，濃度 4:1 では，濃度 3:1 では，濃度 7:3

では約 100[nm]であった．  

以上の結果から，混合溶媒によるフラーレン

溶液を用いてミストデポジション法により成

膜したところ，溶媒の混合比を変化させること

で，表面粗さを制御できることが明らかとなっ

た． 
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Figure 1 UV-vis measurement result 
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